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内容概要

　　本书在概述微电子技术（含三代半导体及大规模集成电路）的全貌和发展趋势之后，首先阐述了
各类微电子基本器件技术，然后按半导体制造工程顺序分别叙述大规模集成电路从设计、工艺、生产
到封装、测试、可靠性等较全面的系列知识和先进技术，并重点突出新型的SoC技术和MEMS技术，
最后介绍了通用微电子器件重点门类及应用。
本书反映了微电子学主要研究领域里学科发展的前沿技术。
　　读者对象：从事军、民电子信息技术及与半导体有关联业务的广大读者，微电子技术领域的研究
部门、教育部门、产业部门、国防工业部门的大专以上科技人员，以及大专及以上院校相关专业师生
。
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章节摘录

　　第1章  绪论　　微电子技术是研究电子在半导体器件和集成电路（IC）中的物理现象、物理规律
及其应用的技术，包括材料制备、器件结构、集成工艺、系统与电路设计、测试与封装、器件与应用
、可靠性试验等一系列的基础理论、制造实践和应用技术。
　　微电子技术突飞猛进，其发展进程印证了英特尔公司创始人之一戈登?摩尔在1965年总结出来的规
律，即半导体工业界普遍承认的&ldquo;摩尔定律&rdquo;：集成电路芯片的集成度每18个月增加一倍
。
微电子技术的核心与基础是大规模集成电路（LSI）。
也可以说LSI的高速发展，创造了人类现代工业发展史上的一个奇迹。
　　半个世纪以来，以微电子技术为核心的信息化技术革命正以迅雷不及掩耳之势推动着世界经济和
社会向前发展，推动着科学技术和生产力在多种领域发生了根本性的变革，创造了空前的信息文明，
改变了人类的生产和生活方式，也改变了世界经济、政治格局和战争的对抗形式。
　　微电子器件，特别是呈现持续高速发展的LSI，在高集成化、高性能化、低成本化方面竞争激烈，
性能提高、体积缩小且价格降低成为其显著特征。
规模越来越大且体积越来越小，速度越来越快且功能越来越强。
当工艺特征尺寸不断缩小，使得在单一芯片上可以集成整个系统时，单片集成的片上系统（Sock）出
现了。
目前，推动电子整机系统小型化浪潮的不仅是SOC，还有如MCM、SIP、SOP、MEMS/NEMS等各具特
色品种。
因此，现在可以将过去需占满整幢大楼的电子设备和仪器安置在像&ldquo;神舟五号&rdquo;、&ldquo;
神舟六号&rdquo;这样的宇宙飞船上；可以将包含数亿只晶体管的电子计算机装进巡航导弹的小小弹头
里；也可以将小型制导、跟踪雷达装到飞机上、火箭上、导弹上；甚至将雷达信管塞进导弹弹头内，
以便发射时可以随时测定和追踪且临近目标并能穿透多层防护墙自动引爆的智能导弹。
MEMS技术和NEMS技术迅猛发展还将研制出被称为&ldquo;蚊子&rdquo;导弹、&ldquo;苍蝇&rdquo;飞
机、&ldquo;蚂蚁士兵&rdquo;等千奇百怪的战场&ldquo;精灵&rdquo;&hellip;&hellip;这些都是过去想象
不到的事情。
　　微电子器件，特别是LSI，其性能不断提高的关键是半导体集成微细加工技术的不断进步。
　　&hellip;&hellip;
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编辑推荐

　　《微电子技术：信息化武器装备的精灵（第2版）》是一套反映微电子学主要研究领域里学科发
展前沿技术的作品，具有科学性、先进性、实践性、系统性。
全书共分10个章节，用比较通俗的语言，深入浅出地把微电子技术的主要知识介绍给了读者，具体包
括基本器件技术、设计技术、工艺技术、封装测试技术、微电子机械系统（MEMS）技术、片上系统
（SoC）技术等。
该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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